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　いま、われわれにとって解決すべき重要課題となってい

るのが地球温暖化を防止するための対策やエネルギー安全

保障問題だ。地球温暖化ガス排出量をより一層削減するだ

けでなく、エネルギー利用時の無駄を徹底して排除するな

ど、環境に配慮した社会を構築していく必要がある。

　そこで期待されているのが情報通信技術（ＩＣＴ）を活

用する「グリーンＩＣＴ」だ。ＩＣＴを生かした機器、シ

ステムの普及拡大は消費エネルギーの増加に結びつくとい

うイメージがある。しかし、実際にはその普及拡大が環境

負荷の低減に大きく貢献するのはいうまでもない。

　生産や物流、消費などをＩＣＴによって効率化を実現す

る「グリーン・バイ・ＩＣＴ」は社会システムの省エネ化

やＣＯ２排出削減といった環境負荷低減に貢献する。

　そのコアとなるデバイスが、ＬＳＩ、ＤＲＡＭ、フラッ
シュメモリー、マイコン、ＩＧＢＴといった半導体だ。電
気・電子機器稼働時におけるより一層の高効率化や省エネ
化を実現するため、半導体の性能向上には大きな期待が寄
せられている。
　一方で半導体デバイスというモノづくりにおいて、電気
エネルギー、水、化学物質の使用量は少ないとはいえな
い。そのため、使用量を削減するための取り組みが進んで
いる。回路線幅の微細化やウエハーの大口径化に向けた研
究開発は生産効率の向上による無駄の排除という面から見
ても重要だ。また、製造装置やコンポーネントの省電力化
や、機器の製造時に利用する化学物質の回収・リサイクル
のためのシステム構築など、さまざまな取り組みが行われ
ている。
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３次元積層化技術
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